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Prufungsantrag gem. § 44 PatG 1st gestellt 

© Chipkartenmodul fur eine kontaktlose Chlpkarte und Verfahren zu deren Heretellung 

@ Chipkartenmodul mit einem auf einem flexiblen, nicht-lei- 
tendan Tragerkorper (1) angeordneten Halbleitarchlp (3), mit 
dam die zwel Endan (6) ainar Lackdrahtapule (7) elaktriach 
leitand verfoundan Bind, wobei daft die Varblndung rwisehen 
dam Halbleitarchlp (3) und den Spulenenden (B) eine 
Dlrektverbindung iat 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Chipkanenmodu] mit ei- 
nem auf einem flexiblen, nicht-leitcnden Tragerkdrper 
angeordneten Halbleiterchip, mit dem die zwei Enden 5 
einer Lackdrahtspule eiektrisch leitend verbunden sind 
sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung. 

Bei solchen Chipkartenmodulen werden ublicherwei- 
se lackisolierte Kupfer-Wickeldrahte mit etwa 50 bis 
250 \im Durchmesser verwendet Die Enden der Spule 10 
werden mittels leitender Verbindungen, z. R Silberleit- 
kleber, mit dem Halbleiterchip verbunden. 

Da Chipkarten und somit auch die fur den Einbau in 
eine Chipkarte bestimmten Chipkartenmodule in gro- 
Ben StOckzahlen hergestellt werden, muB ein kosten- ts 
gunstiges und einfaches, d h. also ein mdglichst leicht 
automatisierbares Verfahren zu ihrer Herstellung ge- 
funden werden. 

Die Aufgabe der Erfindung 1st es also, einen Chipkar- 
tenmodul sowie ein Verfahren zur Herstellung eines 20 
Chipkartenmoduls anzugeben, der Oder das diese For- 
derungen erfQllt 

Die Aufgabe wird durch einen Chipkartenmodul ge- 
maB Anspruch 1 sowie ein Verfahren gemafi Anspruch 5 
geldst Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind 25 
in den abhangigen Ansprttchen angegeben. 

Vorzugsweise werden die Enden mit einem Ldtzinn 
durch Eintauchen in ein Zinnbad versehen, so daB sie auf 
einfache Weide durch lokales Aufschmelzen des Weich- 
Iotes auf Kontaktfelder des Halbleiterchips mit diesem 30 
verbunden werden kdnnen. Der Tragerkdrper muB da- 
bei aus einem temperaturbestandigen Thermoplast sein, 
der die Anforderungen an Weichldtungen erfQllt Ein 
besonderer VorteU der Erfindung ist, daB durch die Ver- 
zinnung nicht nur Weichlot an die Enden der Lackdraht- 35 
spule gebracht wird, sondern auch die Schutzlackschicht 
entfemt wird. Somit spart man sich einen Verfahrens- 
schritt gegenQber der Herstellung einer Verbindung 
mittels Silberieitkleber. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Aus- 40 
fuhrungsbeispiels mit Hilfe einer Figur naher eriautert 

Die Figur zeigt einen flexiblen, nicht leitenden Tra- 
gerkdrper 1, der eine gebrochen dargestellte Ausneh- 
mung 2 aufweist, in die ein Halbleiterchip 3 eingesetzt 
ist Der Halbleiterchip 3 ist dabei mittels eines Klebers 4 45 
befestigt Auf den Tragerkdrper 1 ist eine Spule 7 aus 
lackisoliertem Kupferwickeldraht angeordnet Die En- 
den 6 dieser Spule sind mit einem Weichlot aus Zinn 
versehen, das zur Verbindung der Spule 7 mit dem 
Halbleiterchip 3 auf Kontaktf elder 5 des Halbleiterchips 50 
3 lokal aufgeschmolzen wird. Die Kontaktfelder 5 sind 
dabei in vorteilhafter Weise gegenuber ublichen Kon- 
taktfelder von Halbleiterchips mittels einer Goldauflage 
vergrdBert Bei dem erfindungsgemaBen Chipkarten- 
modul sowie seiner erfindungsgemaBen Herstellung 55 
kdnnen zusatzliche Abdeckungen des Halbleiterchips 3 
sowie der Spulenenden 6 vermieden werden. 

Paten tansprQche 

60 

1. Chipkartenmodul mit einem auf einem flexiblen, 
nicht-leitenden Tragerkdrper (t) angeordneten 
Halbleiterchip (3), mit dem die zwei Enden (6) einer 
Lackdrahtspule (7) eiektrisch leitend verbunden 
sind, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbin- 65 
dung zwischen dem Halbleiterchip (3) und den Spu- 
lenenden (6) eine Ldtverbindung ist 

2. Chipkartenmodul nach Anspruch 1, dadurch ge- 
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kennzeichnet, daB die Enden (6) der Lackdrahtspu- 
le (7) mit Ldtzinn versehen sind 

3. Chipkartenmodul nach Anspruch I Oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Halbleiterchip (3) 
mittels einer Goldauflage vergrdBerte Kontaktfel- 
der (5) aufweist 

4. Chipkartenmodul nach einem der Anspruche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Halbleiter- 
chip (3) auf den Tragerkdrper (1) geklebt ist 

5. Chipkartenmodul nach einem der Anspruche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Halbleiter- 
chip (3) in einer Ausnehmung des Tragerkdrpers (1) 
angeordnet ist 

6. Verfahren zum Hersteilen eines Chipkartenmo- 
duls mit den Verfahrensschritten: 

— Kleben eines Halbleiterchips (3) auf einen 
Tragerkdrper 

— Verzinnen der Enden (6) einer Lackdraht- 
spule (7), 

— Ldten der verzinnten Spulenenden (6) auf 
Kontaktfelder (5) des Halbleiterchips (3). 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Ldtzinn der Spulenenden (6) lokal 
auf die Kontaktfelder (5) aufgeschmolzen wird. 
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